
2026 年 5 月 2５日 

日本ボンド磁性材料協会 

研究会主査 飛世 正博 
  
  

軟磁性材料研究会 (第 30 回)  
   

首題の研究会につきまして下記の要領でオンライン開催しますので、ご参加のほどよろしくお願

い申し上げます。  

   

日 時：2026 年 6 月 26 日（金）  15:00－17:00  

開催方法：ZOOM 上  

参加の有無を確認後、参加される方には Web 会議の URL をお送りいたします。  

   

プログラム：  

1. 調査研究テーマ 

「次世代受動素子用 Fe および Fe 二元合金粉末の開発」 

東北大学 大学院 工学研究科 電気エネルギーシステム専攻 教授 

 遠藤 恭  (えんどう やすし) 

  

2．新技術紹介 

「AI 革命に挑むパワーエレクトロニクス電源システムと磁性材料への期待」  

株式会社村田製作所 技術・事業開発本部 デバイスセンター プリンシパルリサーチャー 

名古屋大学 未来材料・システム研究所 客員教授 

 細谷 達也 (ほそたに たつや) 

 

   

資料代として会員から 2,000 円、非会員からは 5,000 円を頂戴いたします。 

（基本、会員限定の会議のため、非会員の方には多めのご負担をお願い申し上げます） 

 

以上  


